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요약

본 발명에 따른 이미지 센서 조립체는, 그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이미지 검출을 위한 이미지 센서와; 그 표면 상

의 기설정된 영역을 한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 구비하며, 상기 지지대가 상기 수광 회로를 둘러싸도

록 상기 이미지 센서의 표면에 부착된 투명 커버를 포함하며, 상기 수광 회로는 상기 투명 커버에 의해 밀봉된다.

대표도

도 3

색인어

이미지 센서, 패키징, 지지대, 투명 커버

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 COF 방식을 설명하기 위한 도면,

도 2는 종래의 COB 방식을 설명하기 위한 도면,
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도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이미지 센서 조립체를 나타내는 도면,

도 4 내지 14는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이미지 센서 조립체의 제작 방법을 설명하기 위한 도면들.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이미지 센서(image sensor)에 관한 것으로서, 특히 수광 회로(light receiving circuit)가 밀봉된 이미지 센서 조

립체 및 그 제작 방법에 관한 것이다. 상기 수광 회로는 외부로부터 이미지를 입력받는 부분이다.

휴대 전화용 카메라 모듈(camera module)은 점점 자동초점기능, 광학줌 기능 등 다양한 부가기능을 갖도록 진화하고 있

다. 특히, 디지탈 카메라 수준의 고화소로 빠르게 옮겨가고 있는 동시에 사이즈(size)의 소형화가 요구된다. 카메라 모듈에

구비되는 이미지 센서를 패키징(packaging)하는 방식에는 크게 COB(chip on board) 방식, COF(chip on film) 방식 등이

존재하며, 고화소 카메라 모듈에서는 공정이 안정적인 COB 방식이 선호되고 있다. 1 메가(mega) 이하의 저화소급에서는

대량 생산이 용이한 COF 방식이 주로 적용되고 있다. 이미지 센서의 패키징 공정은 이미지 센서가 외부와 전기 신호를 교

신하도록 하며, 외부의 충격에 견딜 수 있도록 밀봉하는 공정을 말한다. 이미지 센서는 영상 신호를 전기 신호로 변환하는

반도체 칩으로서, 크게 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 이미지 센서와, CCD(charger coupled

devices) 이미지 센서로 나눌 수 있다.

도 1은 종래의 COF 방식을 설명하기 위한 도면이다. COF 방식은 수광 회로(135)를 갖는 이미지 센서(130)의 표면에 외부

접속 단자인 범프를 형성하고(범핑(bumping)이라고 칭함), 연성 인쇄회로기판(flexible printed circuit board: FPCB,

110)에 구비된 홀(hole, 115) 상단을 덮도록 적외선 차단 필터(infra-red cut-off filter: IR filter) 또는 글래스와 같은 투

명 커버(transparent cover, 140)를 에폭시(epoxy)로 디스펜싱(dispensing)하여 상기 연성 인쇄회로기판(110)에 부착하

며, 상기 홀(115)의 하단 둘레에 배치된 도전성 접착제인 ACF(anisotropic conductive film, 120)와 상기 범프가 접촉되

도록 상기 이미지 센서(130)를 상기 연성 인쇄회로기판(110)의 하단에 부착시키는(플립칩 본딩(flip chip bonding)이라고

칭함) 방식을 말한다. COF 방식은 상기 이미지 센서(130)를 상기 연성 인쇄회로기판(110)의 하단에 부착시키기 때문에

소형화에 유리하다. COF 방식은 자동화에 어려움이 있으나, 30만 화소급 CMOS 이미지 센서를 적용하는 카메라 모듈에서

는 점차 보편적인 양산 방법으로 적용되고 있다.

도 2는 종래의 COB 방식을 설명하기 위한 도면이다. COB 방식은 인쇄회로기판(210) 상에 수광 회로를 갖는 이미지 센서

(220)를 부착하고(다이 접착(die attaching)이라고 칭함), 상기 인쇄회로기판(210)과 상기 이미지 센서(220)를 와이어

(240)와 패드(pad, 230)를 이용하여 전기적으로 연결하는(와이어 본딩(wire bonding)이라고 칭함) 방식을 말한다.

그러나, 상술한 바와 같은 패키징 방식들은 아래와 같은 문제점이 있다.

첫 째, COF 방식은 연성 인쇄회로기판(110)에 이미지 센서(130)를 플립칩 본딩할 때, 상기 이미지 센서(130)의 수광 회로

(135)가 노출되어 있어서 본딩 수율(bonding yield)과 관계없이 오염에 의한 불량이 발생할 가능성이 크다는 문제점이 있

다. 또한, 적외선 차단 필터 또는 글래스를 부착하는 공정에서도 오염에 대하여 취약하다는 문제점이 있다.

둘 째, COB 방식은 와이어 본딩 공정시 이미지 센서(220)의 수광 회로가 노출되어 있어서 역시 오염에 의한 불량 가능성

이 높다는 문제점이 있다. CLCC(ceramic leadless chip carrier) 타입과 같이 상기 이미지 센서를 글래스로 밀봉하여 상

기 이미지 센서(220)의 오염을 방지할 수 있으나 그 사이즈가 커지는 문제점이 발생하며, 기본적으로 와이어 본딩 공정시

상기 수광 회로가 노출되므로 오염에 대하여 근본적인 해결 방법은 되지 못한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상술한 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 본 발명의 목적은 패키징 공정에서 오염을 최소화할

수 있는 이미지 센서 조립체 및 그 제작 방법을 제공함에 있다.

공개특허 10-2006-0040317

- 2 -



상기한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 이미지 센서 조립체는, 그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이미지 검출

을 위한 이미지 센서와; 그 표면 상의 기설정된 영역을 한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 구비하며, 상기 지

지대가 상기 수광 회로를 둘러싸도록 상기 이미지 센서의 표면에 부착된 투명 커버를 포함하며, 상기 수광 회로는 상기 투

명 커버에 의해 밀봉된다.

또한, 본 발명에 따른 이미지 센서 조립체의 제작 방법은, 이미지 검출을 위한 복수의 이미지 센서 칩들로 구분되며, 상기

각 칩은 그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이미지 센서 웨이퍼를 제공하는 과정과; 각각 그 표면 상의 기설정된 영역을

한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 갖는 복수의 투명 커버 칩들을 제공하는 과정과; 그 지지대가 해당 수광

회로를 둘러싸도록 상기 각 투명 커버 칩을 상기 이미지 센서 웨이퍼의 표면에 부착시킴으로써, 상기 투명 커버 칩을 이용

하여 상기 수광 회로를 밀봉시키는 과정과; 상기 이미지 센서 웨이퍼를 칩 단위로 절단하는 과정을 포함한다.

발명의 구성 및 작용

이하에서는 첨부도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지

기능이나 구성에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 모호하지 않게 하기 위하여 생략한다.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이미지 센서 조립체를 나타내는 도면이다. 상기 이미지 센서 조립체(300)는 이

미지 센서(310)와, 투명 커버(320)를 포함한다.

상기 이미지 센서(310)는 전체적으로 사각판(rectangular plate)의 형상을 가지며, 그 표면에 노출된 수광 회로(312)와,

상기 수광 회로(312)의 둘레에 배열된 복수의 외부 접속 단자들(314)을 갖는다. 상기 수광 회로(312)는 사각형의 형상을

가지며, 상기 이미지 센서(310) 표면의 중심부에 위치한다. 상기 외부 접속 단자들(314)은 상기 수광 회로(312)의 가장 자

리로부터 1㎜로 이격되어 사각형의 형상으로 상기 이미지 센서(310)의 표면에 배치된다. 또한, 상기 외부 접속 단자들

(314)은 서로 기설정된 간격으로 이격되어 있다. 상기 이미지 센서(310)는 CMOS 이미지 센서 또는 CCD 이미지 센서일

수 있으며, 상기 외부 접속 단자들(314)은 범프들 또는 패드들일 수 있다.

상기 투명 커버(320)는 전체적으로 사각판의 형상을 가지며, 그 표면의 사각형의 중심부를 한정하도록 상기 표면으로부터

돌출된 사각 프레임 형상의 지지대(support, 325)를 갖는다. 상기 지지대(325)의 일측(side)은 사각형의 단면 형상을 가지

며 50㎛의 폭과 70~100㎛의 높이를 갖는다. 상기 투명 커버는 적외선 차단 필터 또는 글래스일 수 있다.

도시된 바와 같이, 상기 이미지 센서(310)의 수광 회로(312)는 상기 투명 커버(320)에 의해 밀봉된다. 상기 투명 커버

(320)는 그 지지대(325)가 상기 이미지 센서(310)의 수광 회로(312)를 둘러싸도록 접착제인 자외선 경화성 에폭시(UV

epoxy, 330)를 이용하여 상기 이미지 센서(310)의 표면에 부착된다. 상기 수광 회로(312)의 가장자리와 상기 지지대

(325)와의 간격은 450㎛이며, 상기 지지대(325)와 상기 외부 접속 단자들(314)과의 간격은 500㎛이다. 상기 지지대(325)

의 외측 둘레는 통상의 액상 밀봉제(liquid encapsulant, 340)를 이용하여 밀봉된다. 상기 밀봉제(340)는 보조 수단으로서

상기 투명 커버(320)에 더하여 상기 수광 회로(312)를 더욱 견고하게 밀봉하는 용도로 사용된다.

도 4 내지 14는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이미지 센서 조립체의 제작 방법을 설명하기 위한 도면들이다. 상기 제

작 방법은 크게 하기하는 (a)~(d) 과정들을 포함한다.

(a) 과정은 이미지 검출을 위한 복수의 이미지 센서 칩들로 구분되며, 상기 각 칩은 그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이

미지 센서 웨이퍼를 제공하는 과정이다. 도 4를 참조하면, 이미지 센서 웨이퍼(410)와, 상기 이미지 센서 웨이퍼(410)를

구성하는 복수의 이미지 센서 칩들(420)이 도시되어 있다. 상기 각 이미지 센서 칩(420)은 전체적으로 사각판의 형상을 가

지며, 그 표면에 노출된 수광 회로(422)와, 상기 수광 회로(422)의 둘레에 배열된 복수의 외부 접속 단자들(424)을 갖는

다. 상기 수광 회로(422)는 사각형의 형상을 가지며, 상기 이미지 센서 칩(420) 표면의 중심부에 위치한다. 상기 외부 접속

단자들(424)은 상기 수광 회로(422)의 가장 자리로부터 1㎜로 이격되어 사각형의 형상으로 상기 이미지 센서 칩(420)의

표면에 배치된다. 또한, 상기 외부 접속 단자들(424)은 서로 기설정된 간격으로 이격되어 있다.

(b) 과정은 각각 그 표면 상의 기설정된 영역을 한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 갖는 복수의 투명 커버 칩

들을 제공하는 과정이다. 상기 (b) 과정은 하기하는 (b-1)~(b-6) 서브 과정들을 포함한다.

도 5에 도시된 바와 같이, (b-1) 과정은 복수의 투명 커버 칩들(520)로 구성된 투명 커버 웨이퍼(510)를 제공하는 과정이

다.
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이하의 과정들은 이해의 편이를 위해 칩 단위로 기술하기로 한다.

도 6에 도시된 바와 같이, (b-2) 과정은 상기 투명 커버 칩(520) 상에 포토레지스트(photoresist, 530)를 도포하는 과정이

다.

도 7에 도시된 바와 같이, (b-3) 과정은 상기 포토레지스트(530)가 사각 프레임의 형상을 갖도록 상기 포토레지스트(530)

를 패터닝(patterning)하는 과정이다.

도 8에 도시된 바와 같이, (b-4) 과정은 상기 패터닝된 포토레지스트(530)를 이용하여 상기 투명 커버 칩(520)를 식각하

여 사각 프레임 형상의 지지대(525)를 형성하는 과정이다. 이 때, 상기 지지대(525)의 일측(side)은 사각형의 단면 형상을

가지며 50㎛의 폭과 70~100㎛의 높이를 갖는다.

도 9에 도시된 바와 같이, (b-5) 과정은 상기 지지대(525)의 상단에 적층된 포토레지스트(530)를 제거하는 과정이다.

이상의 (b-2)~(b-5) 과정은 상기 투명 커버 칩(520)이 기설정된 패턴을 갖도록 사진 식각하는 공정을 세분하여 기술한

것이다.

도 10에 도시된 바와 같이, (b-6) 과정은 상술한 과정들을 거친 투명 커버 웨이퍼(510)를 칩 단위로 절단하여 독립된 복수

의 투명 커버 칩들(520)을 얻는 과정(싱귤레이션(singulation) 과정이라고 칭함)이다.

도 11은 도 10에 도시된 투명 커버 칩(520)의 지지대(525)의 일측을 SEM(scanning electron microscopy)을 이용하여

사진 촬영한 것을 나타낸 도면이다.

(c) 과정은 그 지지대(525)가 해당 수광 회로(422)를 둘러싸도록 상기 각 투명 커버 칩(520)을 상기 이미지 센서 웨이퍼

(410)의 표면에 부착시킴으로써, 상기 투명 커버 칩(520)을 이용하여 상기 수광 회로(422)를 밀봉시키는 과정이다. 상기

(c) 과정은 하기하는 (c-1)~(c-4) 서브 과정들을 포함한다.

도 12에 도시된 바와 같이, (c-1) 과정은 도 4에 도시된 이미지 센서 웨이퍼(410)의 각 이미지 센서 칩(420)에 대하여 해

당 수광 회로(422)의 가장 자리로부터 450㎛로 이격된 사각 프레임 형태로 접착제인 자외선 경화성 에폭시(610)를 디스

펜싱하는 과정이다. 상기 자외선 경화성 에폭시(610)의 일측은 50㎛의 폭을 갖는다. 통상의 디스펜싱 장비는 20㎛~50㎛

폭으로 에폭시 유량을 조절할 수 있으므로, 상기 지지대의 일측 폭을 50㎛로 하는 것에 대한 공정상의 어려움은 없을 것이

다.

도 13에 도시된 바와 같이, (c-2) 과정은 도 10에 도시된 바와 같은 투명 커버 칩들(520)을 상기 이미지 센서 웨이퍼(410)

의 이미지 센서 칩들(420)에 부착시키는 과정으로서, 상기 각 투명 커버 칩(520)의 지지대(525)는 해당 이미지 센서 칩

(420)의 자외선 경화성 에폭시(610) 상에 놓여진다. 상기 지지대(525)가 상기 이미지 센서 칩(420)의 수광 회로(422)를

둘러싸게 됨으로써, 상기 수광 회로(422)는 상기 투명 커버 칩(520)에 의해 밀봉된다.

(c-3) 과정은 상기 자외선 경화성 에폭시(610)에 자외선을 조사함으로써, 상기 자외선 경화성 에폭시(610)를 경화시키는

과정이다.

도 14에 도시된 바와 같이, (c-4) 과정은 상기 지지대의 외측 둘레를 통상의 액상 밀봉제(620)를 이용하여 밀봉하는 과정

이다. 먼저, 상기 지지대(525)의 외측 둘레에 밀봉제(620)를 디스펜싱한 후, 상기 밀봉제(620)를 경화시킨다. 상기 밀봉제

(620)가 열경화성인 경우에는 상기 밀봉제(620)에 열을 가하여 경화시킨다. 통상의 니들 타입(niddle type) 디스펜싱 장비

를 사용하면 상기 밀봉제가 상기 외부 접속 단자(424)와 접촉하지 않도록 하는 공간이 350㎛ 정도 필요하다. 또한, 젯팅

타입(jetting type)의 디스펜싱 장비를 사용하면 필요공간을 150㎛ 정도로 줄일 수 있다. 따라서, 상기 외부 접속 단자

(424)까지 밀봉수지가 침범하는 일은 막을 수 있다. 상기 이미지 센서 칩(420)의 수광부(422)와 상기 외부 접속 단자(424)

와의 사이에 1㎜ 정도의 공간이 있으므로, 공정상의 큰 어려움이 없다.

(d) 과정은 상기 이미지 센서 웨이퍼(410)를 칩 단위로 절단(sawing)함으로써, 복수의 이미지 센서 조립체(700)를 형성하

는 과정이다.

발명의 효과
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상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 이미지 센서 조립체는 투명 커버를 이용하여 수광부를 밀봉함으로써, 이후의 패키징 공

정, 즉 COB 방식의 와이어 본딩 공정이나 COF 방식의 플립칩 본딩 공정 중 어느 공정을 진행하더라도 상기 수광부의 오염

을 방지할 수 있다는 이점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

이미지 센서 조립체에 있어서,

그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이미지 검출을 위한 이미지 센서와;

그 표면 상의 기설정된 영역을 한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 구비하며, 상기 지지대가 상기 수광 회로를

둘러싸도록 상기 이미지 센서의 표면에 부착된 투명 커버를 포함하며,

상기 수광 회로는 상기 투명 커버에 의해 밀봉됨을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 이미지 센서는 CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 이미지 센서 또는 CCD(charger coupled

devices) 이미지 센서임을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 지지대는 사각 프레임의 형상을 가짐을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 투명 커버는 적외선 차단 필터 또는 글래스임을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 5.

제1항에 있어서,

상기 지지대는 자외선 경화성 에폭시를 이용하여 상기 이미지 센서에 부착됨을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 6.

제1항에 있어서,
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상기 지지대의 외측 둘레는 밀봉제를 이용하여 밀봉됨을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체.

청구항 7.

이미지 센서 조립체의 제작 방법에 있어서,

(a) 이미지 검출을 위한 복수의 이미지 센서 칩들로 구분되며, 상기 각 칩은 그 표면에 노출된 수광 회로를 갖는 이미지 센

서 웨이퍼를 제공하는 과정과;

(b) 각각 그 표면 상의 기설정된 영역을 한정하도록 상기 표면으로부터 돌출된 지지대를 갖는 복수의 투명 커버 칩들을 제

공하는 과정과;

(c) 그 지지대가 해당 수광 회로를 둘러싸도록 상기 각 투명 커버 칩을 상기 이미지 센서 웨이퍼의 표면에 부착시킴으로써,

상기 투명 커버 칩을 이용하여 상기 수광 회로를 밀봉시키는 과정과;

(d) 상기 이미지 센서 웨이퍼를 칩 단위로 절단하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체의 제작 방법.

청구항 8.

제7항에 있어서, 상기 (b) 과정은,

(b-1) 투명 커버 칩 상에 포토레지스트를 도포하는 과정과;

(b-2) 상기 포토레지스트가 사각 프레임의 형상을 갖도록 상기 포토레지스트를 패터닝하는 과정과;

(b-3) 상기 패터닝된 포토레지스트를 이용하여 상기 투명 커버 칩을 식각하여 사각 프레임 형상의 지지대를 형성하는 과

정을 포함함을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체의 제작 방법.

청구항 9.

제7항에 있어서, 상기 (c) 과정은,

(c-1) 이미지 센서 웨이퍼의 각 이미지 센서 칩에 대하여 해당 수광 회로의 가장 자리로부터 기설정된 거리로 이격된 사각

프레임 형태로 접착제를 디스펜싱하는 과정과;

(c-2) 상기 각 지지대가 해당 이미지 센서 칩의 접착제 상에 놓여지도록 상기 투명 커버 칩들을 상기 이미지 센서 웨이퍼의

이미지 센서 칩들에 부착시키는 과정을 포함함을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체의 제작 방법.

청구항 10.

제8항에 있어서, 상기 (c) 과정은,

(c-3) 상기 각 지지대의 외측 둘레를 밀봉제를 이용하여 밀봉하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 이미지 센서 조립체

의 제작 방법.

도면
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